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 以下に本論文の各章の概要を述べる。  




 第 2 章では，メチル基終端SAMの特性を利用して Indium-tin-oxide (ITO)基板上
に 銅 微 細 構 造 の 作 製 を 行 っ た ． メ チ ル 基 SAM の 原 料 と し て は ，
octadecyltrimethoxysilane (ODS)を用いた．化学気相 (Chemical vapor deposition; 
CVD)法により作製したODS-SAMの疎水性・絶縁性をそれぞれ水滴接触角法，サ
イクリックボルタンメトリー (Cyclic voltammetry; CV)を用いて評価した．CVD温
度を 50～150℃に設定してそれぞれの特性を比較した．水滴接触角測定の結果，










めっきを行った．その結果，7.5×7.5µm 2の銅微細構造を ITO基板上に作製できた．  
 第 3 章では，第 2 章で作製した銅微細構造のさらなる高密度化を目指すことを
目的とした．172nm の VUV 光では，ODS-SAM の底部に形成されているシロキサ
ンネットワークを除去することができない．その結果，銅が密にめっきされてい
ないと考え，フッ酸を用いてシロキサンネットワークをエッチングにより選択的
に除去した．除去効果を CV と X 線光電子分光法 (XPS)を用いて評価した．その
結果，フッ酸処理を 30 秒行ったものでは，シロキサンネットワークが除去され，
何も修飾されていない ITO 基板と同様な電気特性を示した．そこで，ODS-SAM
を VUV 光でパターニングした後，フッ酸に 30 秒浸漬し，銅めっきを行った．そ
の結果，第 2 章で示したものよりも高密度の銅微細構造を作製できた．  












 第 5 章では，プリント配線基板の基材として用いることが可能なエポキシ樹脂
への銅微細構造の作製を行った．最初に，無電解めっき法によりSiO 2 /Si基板上に




































 第 7 章では，これまでがマイクロオーダーの銅微細構造の作製に対してナノオ
ーダーの作製方法を示す．レジスト材料にはブロックコポリマーを用いた．これ
は，PMMA とポリスチレン (PS)の 2 種類のポリマーから形成されるもので，それ
らの組成を制御することで，シリンダー構造に相分離した構造作製が可能である．
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